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Meta, AMD와 1,000억 달러 이상 AI 칩 계약 체결…
6GW 확보·최대 지분 10% 연계 구조

Meta가 AMD와 1,000억 달러 이상 규모의 AI 컴퓨팅 파워 구매 계약을 체결함. 향후 5년간 AMD의 최신 MI450 시리즈 GPU를 

활용해 최대 6기가와트(GW) 규모 데이터센터 인프라를 구축할 예정이며, 첫 1GW는 올해 말부터 순차적으로 배치됨. 1GW당 

수십억 달러 매출이 발생하는 구조로, AMD에는 장기적 매출 가시성 확보 의미가 큼. 이번 계약은 대형 고객을 대상으로 한 

맞춤형(custom) AI 칩 공급의 본격화 사례로 평가됨. 

계약에는 조건부 신주인수권이 포함됨. AMD는 일정 마일스톤 충족 시 Meta에 최대 1억 6,000만 주(약 10%)를 주당 

0.01달러에 매입할 수 있는 권리를 부여함. 단, AMD 주가가 600달러에 도달해야 최종 물량이 확정되는 구조임. 이는 대규모 

장기 구매와 지분 연계를 결합한 전략적 파트너십 모델임. 

이번 거래는 Nvidia가 주도하는 AI GPU 시장에서 AMD가 점유율 확대를 노리는 전환점임. Meta는 지난해 AI 데이터센터에 

720억 달러를 투자했으며, 올해 최대 1,350억 달러 지출을 계획하고 있음. MI450은 칩렛 기반 아키텍처로 추론(inference) 

최적화 설계가 가능함.

Content

https://www.wsj.com/tech/ai/meta-and-amd-agree-to-ai-chips-deal-worth-more-than-100-billion

-9c7fd06b?st=oGm8MX&reflink=desktopwebshare_permalink 

2026. 02. 24

Meta, Google과 수십억 달러 규모 AI 칩 
임대 계약 체결…TPU 기반 모델 개발 가속

2026. 02. 26

URL

Meta가 Google과 다년간 수십억 달러 규모의 AI 칩 임대 계약을 체결함. 이번 계약에 따라 Meta는 Google의 Tensor 

Processing Units(TPUs)를 활용해 신규 AI 모델을 개발할 예정임. 양사는 공식 논평을 내놓지 않았으나, AI 인프라 수요 급증 

속에서 대형 기술 기업 간 칩 확보 경쟁이 심화되는 흐름을 반영한 거래로 평가됨. 

Meta는 최근 AMD와 최대 600억 달러 규모 AI 칩 구매 계약을 체결했으며, Nvidia와도 현세대 및 차세대 GPU 공급 계약을 

맺은 상태임. Google은 자사 TPU를 Nvidia GPU의 대안으로 시장에 확산시키는 전략을 추진 중이며, TPU 매출은 Google 

Cloud 성장의 핵심 동력으로 부상하고 있음. 

보도에 따르면 Meta는 내년부터 데이터센터용 TPU 직접 구매 가능성도 Google과 논의 중임. 또한 Google은 대형 투자사와 

합작 법인을 설립해 TPU를 제3자 고객에게 임대하는 구조도 마련한 것으로 전해짐.

Content

https://www.reuters.com/business/google-signs-multibillion-dollar-ai-chip-deal-with-meta

-information-reports-2026-02-26/ URL



Qualcomm, ‘Snapdragon Wear Elite’…
On-Device NPU 기반 개인형 AI 웨어러블 플랫폼 제시

Qualcomm이 스냅드래곤 웨어 엘리트(Snapdragon Wear Elite) 플랫폼을 발표하며 개인형 AI(Personal AI) 웨어러블 시장 
공략에 본격 착수함. 해당 플랫폼은 업계 최초로 NPU를 탑재한 웨어러블 전용 솔루션으로, 워치·핀·펜던트 등 다양한 
폼팩터에서 온디바이스 AI 연산을 지원함. Wear OS, Android, Linux를 모두 지원하며, 엣지 단에서 최대 수십억 파라미터 모델 
구동이 가능하도록 설계됨. 
Snapdragon Wear Elite는 Qualcomm Hexagon NPU를 통합해 실시간 음성 인터랙션, 상황 인지형 추천, 라이프 로깅, 에이전트 
기반 작업 자동화 등 개인 맥락 기반 AI 기능을 구현함. CPU 단일 코어 성능은 이전 세대 대비 5배, GPU 성능은 최대 7배 
향상되었으며, 전력 효율 또한 크게 개선됨. 
연결성 측면에서는 5G RedCap, Micro-Power Wi-Fi, Bluetooth 6.0, UWB, GNSS, NB-NTN(위성 기반 통신) 등 6개 기술을 
통합한 멀티모드 아키텍처를 채택함. 이를 통해 저전력 상시 연결, 정밀 위치 인식, 근접 기반 상호작용, 위성 양방향 메시징 등 
확장된 웨어러블 통신 환경을 구현함. NB-NTN은 스카일로(Skylo)와 협력해 지원됨. 
Google, Motorola, Samsung Electronics 등 주요 파트너가 생태계에 참여함. Samsung은 차세대 갤럭시 워치에 해당 플랫폼을 
통합할 예정이라고 밝혔으며, Motorola는 ‘Project Maxwell’ 개념을 기반으로 개인형 AI 기기 확장을 추진 중임. Qualcomm은 
MWC 바르셀로나에서 시연을 진행했으며, 상용 기기는 향후 수개월 내 출시될 예정임.
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https://www.qualcomm.com/news/releases/2026/03/qualcomm-powers-the-rise-of-personal

-ai-with-new-snapdragon-wear
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ASML, EUV 이후 AI 시대…위해 첨단 패키징·
차세대 장비 포트폴리오 확장 추진

2026. 03. 02

URL

ASML이 기존 EUV(극자외선) 장비 중심 전략에서 벗어나 AI 반도체 수요 확대에 대응하기 위한 중장기 사업 확장 로드맵을 

공개함. 현재 EUV 장비는 TSMC, Intel 등 첨단 반도체 생산의 핵심 인프라로 자리 잡았으며, ASML은 차세대 EUV 장비 양산과 

함께 3세대 기술까지 연구 중임. 다만 AI 칩 구조 변화에 따라 단순 미세공정 중심에서 벗어나 패키징·접합 기술 중요도가 

급격히 상승하면서, 장비 포트폴리오 다각화가 불가피한 상황임. 

핵심 전략은 ‘첨단 패키징(advanced packaging)’ 시장 진입임. AI 칩은 기존 단일 다이(monolithic) 구조에서 벗어나 다층 

구조(chip-stacking) 형태로 진화하고 있으며, 이는 고성능 연산과 메모리 대역폭 확보를 위한 필수 구조로 자리 잡고 있음. 

NVIDIA, AMD 등 설계 기업들은 이미 이러한 구조를 채택하고 있으며, SK Hynix 등 메모리 기업도 대응 중임. 이에 따라 기존 

후공정 중심이던 패키징 영역이 front-end 수준의 정밀도를 요구하는 고부가가치 영역으로 전환되고 있음. 

ASML은 이에 대응해 칩 접합, 적층, 정렬 정확도를 높이는 신규 장비 개발과 함께 AI를 활용한 장비 제어 소프트웨어 고도화 

전략도 병행함. 특히 XT:260 등 AI 메모리 및 프로세서 생산용 스캐너 장비를 기반으로 추가 제품군 확대를 검토 중이며, 칩 크기 

한계(현재 우표 크기 수준)를 넘어서는 대형 칩 생산 가능성도 연구하고 있음. 

결론적으로 ASML은 EUV 독점 지위를 기반으로, AI 반도체 구조 변화라는 산업 패러다임 전환에 맞춰 장비 영역을 

패키징·소프트웨어까지 확장하는 ‘수직 통합형 장비 기업’으로 포지셔닝 전환을 시도하고 있음.
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https://www.reuters.com/world/asia-pacific/asml-plots-future-chipmaking-tools-ai-beyond

-euv-2026-03-02/ URL



Nvidia, Coherent·Lumentum에 총 40억 달러 투자…
AI 인프라용 포토닉스 공급망 선점

Nvidia가 Coherent와 Lumentum에 각각 20억 달러씩, 총 40억 달러를 투자한다고 발표함. 이번 결정은 급증하는 AI 

데이터센터 수요에 대응해 핵심 광학 부품의 연구개발 역량과 생산 캐파를 선제적으로 확보하기 위한 전략적 베팅임. 

포토닉스 기술은 빛(photons)을 활용해 데이터를 초고속으로 전송하는 기술로, AI 및 클라우드 인프라의 성능과 전력 효율을 

좌우하는 핵심 영역임. 

Lumentum과의 계약은 다년간 전략적 계약으로, Nvidia의 수십억 달러 규모 선구매 약정과 첨단 레이저 부품에 대한 향후 

생산 용량 접근권을 포함함. Coherent와의 협력 역시 차세대 실리콘 포토닉스 공동 개발을 중심으로, 선구매 약정 및 고급 

레이저·광 네트워킹 제품에 대한 캐파 확보 권리를 담고 있음. 

젠슨 황 CEO는 Lumentum과 함께 기가와트급 AI 팩토리 구축을 위한 세계 최고 수준의 실리콘 포토닉스 기술을 

고도화하겠다고 밝힘. 이번 투자는 AI 인프라 경쟁이 반도체를 넘어 광학 인터커넥트 영역으로 확장되고 있음을 보여주는 

신호로 해석됨. 

Content

https://www.cnbc.com/2026/03/02/nvidia-investment-coherent-lumentum.html
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OpenAI, Pentagon 계약 수정…
AI 군사용 활용 둘러싼 감시 우려 확산

2026. 03. 03

URL

OpenAI가 U.S. Department of Defense와의 AI 계약을 수정하며 “미국 내 개인에 대한 국내 감시에 AI를 사용하지 않는다”는 

조항을 명시했으나, 실효성에 대한 논란이 지속되고 있음. Sam Altman은 해당 수정이 시민 자유 보호를 위한 조치라고 

강조했으며, NSA 등 정보기관 사용도 제한된다고 설명함. 

이번 조치는 경쟁사 Anthropic과 Pentagon 간 갈등 이후 이루어짐. Anthropic은 AI의 국내 감시 및 자율 살상 무기 활용을 

제한해야 한다는 입장을 고수했으나, 국방부는 “합법적 목적” 범위 내 광범위한 사용 권한을 요구하며 협상이 결렬됨. 이후 

OpenAI가 계약을 체결하면서 산업 내 경쟁 구도와 정책 방향에 대한 긴장감이 확대됨. 

다만 전문가 및 정책 관계자들은 계약 전문이 공개되지 않은 점, '합법적 사용'의 해석 범위가 지나치게 광범위하다는 점을 

지적함. 이에 따라 감시 악용 가능성은 여전히 존재한다고 평가함. 특히 상업적 데이터 활용을 통한 개인 행동 추적 가능성이 

핵심 리스크로 지목됨. 이번 사례는 AI 기업과 정부 간 협력 확대 속에서 윤리·규제 기준이 핵심 쟁점으로 부상하고 있음을 

보여줌.

Content

https://www.nbcnews.com/tech/tech-news/openai-alters-deal-pentagon-critics-sound

-alarm-surveillance-rcna261357 URL



Meta, 자체 AI 칩 MTIA 시리즈 공개…
데이터센터용 ASIC 전략 본격 확대

Meta가 인공지능 데이터센터 확장을 위해 자체 설계한 AI 칩 4종을 공개함. 이번 칩은 Meta Training and Inference Accel-

erator(MTIA) 시리즈로, MTIA 300이 이미 일부 데이터센터에 배치됐으며 MTIA 400, MTIA 450, MTIA 500이 순차적으로 

출시될 예정임. MTIA 300은 콘텐츠 추천·광고 노출 등 플랫폼 핵심 서비스에 사용되는 소형 AI 모델 학습에 활용되며, 후속 

칩들은 이미지·영상 생성 등 생성형 AI 추론 작업을 처리하도록 설계됨. 

해당 칩은 Meta가 직접 설계하고 TSMC가 생산하는 구조임. MTIA 400은 테스트를 완료했으며 데이터센터 배치를 앞두고 

있음. 한 서버 랙에는 최대 72개의 MTIA 400 칩이 장착될 예정이며, 회사는 약 6개월 주기로 새로운 칩을 출시하는 빠른 개발 

사이클을 추진하고 있음. 

Meta는 자체 칩 설계를 통해 실리콘 공급망을 다변화하고 가격 변동 리스크를 완화하려는 전략을 추진 중임. 동시에 

데이터센터 확장 과정에서 NVIDIA와 AMD GPU도 대규모로 도입하는 하이브리드 전략을 유지하고 있음. 또한 생성형 AI 연산 

증가에 대응하기 위해 HBM(고대역폭메모리) 수급 확보도 병행하고 있는 것으로 알려짐.

Content

https://about.fb.com/news/2026/03/expanding-metas-custom-silicon-to-power-our-ai-workloads/ 

2026. 03. 11

OpenClaw 열풍 확산…중국, 
AI 에이전트 상용화 속도 미국 추월 

2026. 03. 12

URL

중국 내 OpenClaw 사용량이 미국을 넘어서는 등 AI 에이전트 확산 속도가 급격히 가속화되고 있음. 텍스트 응답 중심의 기존 

챗봇과 달리 OpenClaw는 이메일 발송, 일정 관리, 예약 등 실제 행동을 수행하는 ‘에이전트형 AI’로, 더 높은 데이터 접근성과 

자동화 기능을 요구하며 시장 패러다임 전환을 촉진 중임. 이러한 흐름 속에서 Tencent, ByteDance, JD.com 등 주요 

기업들이 자체 플랫폼에 OpenClaw 기반 서비스를 빠르게 통합하고 있음. 

중국 기업들은 설치 복잡성이라는 진입 장벽을 제거하는 데 집중하며 대중 확산을 가속화하고 있음. 웹 기반 서비스, 원클릭 

설치, 유료 설치 지원(약 399위안) 등 사용자 편의성을 극대화하는 전략이 병행되고 있으며, 이 과정에서 중국산 

대형언어모델(LLM) 사용량이 글로벌 대비 2배 수준으로 증가하는 등 생태계 전반의 경쟁력도 상승 중임. 또한 일부 

스타트업은 월 구독형 AI 서비스 모델을 도입하며 수익화 구조를 빠르게 구축하고 있음. 

지방정부까지 참여하며 산업 확장은 정책 레벨로 확대되는 양상임. 보조금(최대 1,000만 위안), 사무공간 및 생활 지원 등을 

통해 ‘1인 기업’ 창업을 장려하고 있으며, 이는 AI 기반 초소형 창업 모델 확산으로 이어지고 있음. 결과적으로 OpenClaw는 

단순 기술 트렌드를 넘어, 중국 내 AI 상용화·창업·소비 패턴 전반을 재편하는 핵심 촉매로 작용하고 있음.
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AWS, Cerebras Systems CS-3 시스템 도입…
초고속 AI 추론 서비스 협력

Amazon Web Services(AWS)가 데이터센터에 Cerebras Systems의 CS-3 AI 시스템을 도입해 초고속 AI 추론(inference) 

서비스를 제공할 계획임. 해당 서비스는 AWS Bedrock을 통해 제공되며 오픈소스 대형언어모델과 Amazon의 Nova 모델을 

업계 최고 수준의 추론 속도로 실행하는 것을 목표로 함. 이번 협력은 AI 애플리케이션 증가로 인해 빠른 토큰 생성 속도가 

요구되는 환경에서 대규모 AI 인프라 성능을 강화하기 위한 전략적 파트너십임. 

양사는 기존 AI 인프라 구조를 개선하기 위해 ‘분리형(disaggregated) 추론 아키텍처’를 공동 개발 중임. 이 구조에서는 

AWS의 자체 AI 칩인 Trainium이 질문을 처리하는 prefill 연산을 담당하고, Cerebras의 WSE 기반 CS-3 시스템이 답변을 

생성하는 decode 연산을 수행함. 두 시스템은 고속 네트워크인 EFA(Elastic Fabric Adapter)로 연결되며, 이를 통해 동일한 

하드웨어 공간에서 최대 5배 높은 고속 토큰 처리량을 구현하는 것이 목표임.

Cerebras는 최대 초당 3,000 토큰 수준의 AI 추론 성능을 제공하는 시스템을 개발해 왔으며, 이번 협력을 통해 AWS의 글로벌 

고객 기반에 해당 기술을 제공하게 됨. AWS는 이번 협력을 통해 AI 개발 환경에서 증가하는 실시간 코딩, 에이전트 기반 

소프트웨어 개발 등 고성능 추론 수요에 대응하고 데이터센터 AI 인프라 경쟁력을 강화한다는 전략임.
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NVIDIA, GTC에서 NemoClaw 공개…
Blackwell·Vera Rubin 시스템 1조 달러 주문 전망

2026. 03. 16
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NVIDIA CEO Jensen Huang이 NVIDIA GTC 2026 기조연설에서 Blackwell 및 Vera Rubin 기반 AI 시스템에 대해 2027년까지 

약 1조 달러 규모 주문 수요가 예상된다고 밝힘. 이는 회사가 지난해 제시했던 약 5,000억 달러 규모 시장 기회 전망을 크게 

상회하는 수치임. Huang은 AI 에이전트 기반 애플리케이션 확산으로 생성되는 토큰 수가 급증하면서 초고속 추론과 대규모 

데이터센터 인프라 수요가 빠르게 증가하고 있다고 설명함. 

NVIDIA는 차세대 Vera Rubin 시스템이 Grace Blackwell 대비 전력 대비 성능을 약 10배 향상할 것으로 전망함. 해당 

시스템은 약 130만 개 부품으로 구성된 대규모 랙 기반 AI 인프라로 설계되었으며, Groq 인수 자산을 기반으로 한 Groq 3 

Language Processing Unit(LPU)과 결합해 토큰 처리 효율을 최대 35배 향상할 수 있다고 발표함. 또한 차세대 랙 아키텍처 

Kyber 프로토타입도 공개했으며, 최대 144개 GPU를 수직 배치하는 구조로 연산 밀도와 지연시간을 개선하는 Vera Rubin 

Ultra 시스템이 2027년 출시될 예정임. 

NVIDIA는 AI 에이전트 개발 생태계 확대를 위해 OpenClaw 기반 개발 환경도 공개함. OpenClaw는 사용자를 대신해 작업을 

수행하는 자율형 AI 에이전트 프레임워크로 빠르게 확산되고 있으며, NVIDIA는 이를 기업 환경에 적용하기 위한 참조 스택 

NemoClaw를 발표함. NemoClaw는 OpenClaw 다운로드, 설치, 모델 구성 및 AI 에이전트 생성 과정을 자동화해 개발자가 

NVIDIA 하드웨어 기반에서 에이전트형 AI 애플리케이션을 구축할 수 있도록 지원하는 개발 플랫폼임.

Content

https://www.cnbc.com/2026/03/16/nvidia-gtc-2026-ceo-jensen-huang-keynote-blackwell

-vera-rubin.html URL



NVIDIA, 중국서 H200 판매 승인 확보…
Groq 기반 AI 칩도 현지 시장 대응 추진

NVIDIA가 중국 당국으로부터 H200 AI 칩 판매 승인을 확보하며 중국 시장 내 공급 재개 기반을 마련한 것으로 알려짐. H200은 

NVIDIA의 두 번째로 고성능 AI 가속기로, 미·중 규제 갈등 속에서 수출 및 수입 승인 지연이 지속되며 판매가 중단된 바 있음. 이번 

승인으로 NVIDIA는 중국 고객사로부터 다수 주문을 확보하고 생산을 재개할 수 있는 상황에 진입한 것으로 전해짐. 

중국 시장은 과거 NVIDIA 전체 매출의 약 13%를 차지할 만큼 중요한 지역으로, ByteDance, Tencent, Alibaba 등 주요 기업들이 

H200 도입을 검토해 온 것으로 알려짐. 다만 미국의 수출 통제와 중국의 자국 산업 보호 정책이 동시에 작용하면서 실제 공급은 

제한적으로 진행될 가능성이 있음. 이에 따라 NVIDIA는 기존 재고와 점진적 생산 확대를 병행하며 시장 대응을 추진할 것으로 보임. 

한편 NVIDIA는 중국 시장용 AI 추론 칩 전략도 병행 추진 중임. 회사는 Groq 인수 기반 기술을 활용한 AI 칩을 중국 환경에 맞게 

적용해 출시를 준비하고 있으며, 해당 칩은 추론(inference) 작업에 최적화된 구조로 설계됨. 이는 Baidu 등 중국 기업들이 자체 AI 

칩을 개발하며 경쟁이 심화되는 상황에서, NVIDIA가 학습 중심 GPU 시장을 넘어 추론 시장까지 영향력을 확대하려는 전략으로 

해석됨.
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Jeff Bezos, $1,000억 규모 AI 제조 혁신 펀드 추진…
산업 전반 자동화 전략 가속

2026. 03. 19
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Jeff Bezos가 약 1,000억 달러 규모의 초대형 펀드 조성을 추진하며 전통 제조업을 AI 기반으로 재편하려는 전략을 본격화하고 

있음. 해당 펀드는 Project Prometheus와 연계되어 항공우주, 자동차, 반도체, 방산 등 핵심 산업의 기업들을 인수한 뒤 AI 

기술을 적용해 생산성과 효율성을 극대화하는 구조로 설계됨. Prometheus는 초기 62억 달러 투자로 출범했으며, 제조 및 

엔지니어링 최적화를 위한 고성능 AI 모델 개발에 집중하고 있음. 

이번 전략의 핵심은 단순 투자나 소프트웨어 제공이 아닌, 직접 기업을 인수해 AI를 내재화하는 ‘풀스택 산업 혁신’ 접근 

방식임. 이는 기존 제조 기업들이 겪고 있는 생산성 정체, 인력 의존 구조, 설계-생산 간 비효율 문제를 AI 기반 자동화 및 

최적화로 해결하려는 시도로 해석됨. 특히 반도체 및 방산과 같은 전략 산업까지 포함된다는 점에서, 향후 글로벌 공급망 재편 

및 기술 주도권 경쟁에도 영향을 미칠 가능성이 높음. 

Bezos는 자금 조달을 위해 싱가포르 및 중동 지역 투자자들과 접촉 중인 것으로 알려졌으며, 이는 글로벌 자본을 활용한 

대규모 산업 재구성 시도로 평가됨. 해당 모델이 성공할 경우, AI 기업이 단순 기술 공급자를 넘어 산업 운영 주체로 확장되는 

새로운 패러다임을 형성할 가능성이 있음. 
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White House, AI 규제 ‘경량 프레임워크’ 공개…주(州) 
규제 무력화·연방 중심 통합 추진

Donald Trump 행정부가 의회 입법화를 목표로 한 AI 정책 청사진을 공개하며, 규제 최소화와 혁신 촉진을 핵심 원칙으로 설정함. 

해당 프레임워크는 모델의 정치적 편향 문제 대응, 청소년 보호 장치 강화, AI 교육 및 노동시장 영향 데이터 수집 등을 포함하면서도, 

전반적으로 기업 부담을 낮추는 ‘light-touch’ 접근을 유지하는 것이 특징임. 

특히 데이터센터 전력 사용과 관련해 Amazon, Google, OpenAI 등 주요 기업이 전력 비용을 자체 부담하거나 공급하도록 하는 

조항을 법제화할 것을 제안함. 핵심 쟁점은 연방 정부가 주(州) 단위 AI 규제를 사실상 무력화(preemption)하려는 시도임. 행정부는 

AI 모델 개발·활용 방식에 대한 주 규제를 금지하고, 기업 책임을 확대하는 주 법률도 차단할 것을 의회에 요구함. 이는 ‘50개 주 규제 

파편화’가 AI 투자와 인프라 구축을 저해한다는 판단에 기반한 것으로, 연방 단일 규칙을 통해 산업 확장 속도를 높이겠다는 전략적 

의도임. 다만 아동 보호 관련 법률 등 일부 영역에서는 주 정부 권한을 유지하도록 예외를 설정함. 

정치적 리스크도 상당함. 공화당 내부에서도 주 권한 침해 우려가 제기되고 있으며, 민주당과의 초당적 합의 가능성은 제한적임. 과거 

AI 규제 관련 연방 우선권 법안이 두 차례 무산된 전례를 고려할 때, 실제 입법까지는 상당한 조율이 필요할 전망임. 결과적으로 이번 

정책은 AI 산업 육성에 초점을 맞춘 규제 완화 드라이브지만, 연방-주 권한 충돌과 정치적 병목이 주요 변수로 작용할 가능성이 높음.
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Tesla, 오스틴에 200억 달러 ‘Terafab’ 발표…
AI 칩 내재화로 공급망 통제 시도

2026. 03. 21
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Elon Musk이 Austin에서 약 200억 달러 규모의 반도체 공장 ‘Terafab’ 건설 계획을 공식 발표하며 AI 인프라 수직 통합 전략을 

본격화함. 해당 프로젝트는 Tesla, SpaceX, xAI 간 합작 형태로 추진되며, 연간 1테라와트 수준의 컴퓨팅 성능과 1억~2억 개 AI 

칩 생산을 목표로 설정됨. 생산된 칩은 자율주행(FSD), Optimus 로봇, 우주항공 시스템 등 Musk 생태계 전반에 투입될 

예정으로, 기존 외부 파운드리 의존도를 구조적으로 낮추는 것이 핵심 목적임. 

Musk는 현재 글로벌 반도체 생산 능력이 자사 수요의 약 2% 수준에 불과하다고 평가하며, 공급 부족이 향후 3~4년 내 주요 

병목으로 작용할 것이라고 강조함. 특히 AI, 로보틱스, 자율주행 등 고성능 연산 수요가 폭발적으로 증가하는 상황에서 기존 

공급업체의 증설 속도로는 대응이 불가능하다는 판단임. 이에 따라 Terafab은 단순 제조 시설이 아니라 “AI 시대 핵심 인프라 

확보”라는 전략적 자산으로 포지셔닝되며, 장기적으로 비용 절감·성능 최적화·공급 안정성 확보를 동시에 노리는 구조임. 

다만 실행 리스크는 상당함. Tesla는 칩 설계 경험은 보유하고 있으나, 파운드리 운영 경험은 전무한 상태로, 초미세 공정·수율 

확보·공급망 구축 등에서 기존 강자 대비 경쟁력이 검증되지 않았음. 반도체 산업 특성상 수년 단위 투자와 시행착오가 

불가피하며, 실제 양산 시점과 목표 생산량 달성 여부는 불확실성이 큼. 결과적으로 Terafab은 AI 수요 폭증에 대응한 공격적 

베팅이지만, 성공 시 공급망 게임체인저, 실패 시 대규모 자본 비효율로 이어질 수 있는 하이리스크·하이리턴 전략으로 평가됨.

Content

https://www.kxan.com/news/local/austin/musk-announces-20b-terafab-chip-plant-for-austin

-as-ai-ambitions-escalate/ URL



美 AI 기업, 이란 전쟁 리스크 반영해 걸프 데이터센터 투자 축소…
고성능 반도체 수출 전략 조정

Donald Trump 행정부가 추진해온 중동 대상 AI 칩 수출 전략이 최근 분쟁으로 불확실성에 직면함. 지난해 미국은 NVIDIA, 

AMD과 함께 Saudi Arabia, United Arab Emirates에 수십만 개 규모의 AI 칩을 공급해 데이터센터를 구축하는 계획을 

추진했음. 그러나 해당 지역이 미사일 공격을 받으며, 특히 Iran이 미국 데이터센터를 직접 겨냥하면서 전략 환경이 급변함. 

전문가들은 단기적으로 기업들의 투자 심리가 위축될 것으로 전망함. Amazon Web Services(AWS) 데이터센터가 실제 

공격 대상이 되면서, 고가의 AI 칩 및 인프라 손실 리스크가 부각됨. 또한 사우디와 UAE는 전쟁 이후 재건 및 국방 지출 

증가로 인해 AI 투자 여력이 줄어들 가능성이 제기됨. 이에 따라 중동 지역으로의 칩 수출 및 데이터센터 투자 규모는 일부 

축소될 수 있다는 분석이 나옴. 

다만 구조적 수요는 유지될 전망임. 사우디와 UAE는 탈석유 경제 전환을 위해 AI 산업 육성을 지속 추진하고 있으며, 미국 

기업 역시 해외 시장 확대 필요성이 존재함. 전문가들은 단기적으로 투자 속도 조정은 불가피하지만, 장기적으로 AI 칩 

수출과 데이터센터 구축 자체는 지속될 가능성이 높다고 평가함.
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